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(57)【要約】
　複数のスイッチを利用して、欧州タイプと北米タイプ
の両方のヘッドセットプラグに適応するヘッドセットジ
ャックにおけるクロストークを低減する技法を提供する
。一態様において、ジャックの第1および第2の端子を、
接地およびマイクロフォン端子に選択的に接続し、さら
に、接地検出入力を、ジャックの第1または第2の端子に
選択的に接続するための6つのスイッチによるソリュー
ションが提供される。ヘッドセットの対応する左および
右の端子を駆動するための左および右のオーディオチャ
ンネル増幅器に接地検出入力が提供されて、コモンモー
ド基準レベルが左および右のオーディオチャンネル増幅
器に提供される。別の態様において、スイッチをジャッ
クの接地端子およびマイクロフォン端子に接続するため
に、少なくとも4つの物理ピンが提供され、より良好な
分離のために、接地検出入力とジャックとの間の接続点
は、ジャックに隣接して提供されてよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジャックの第１端子を、接地接続点に選択的に接続するように構成された第１接地スイ
ッチと、
　前記ジャックの第２端子を、前記接地接続点に選択的に接続するように構成された第２
接地スイッチと、
　前記ジャックの前記第１端子を、マイクロフォンノードに選択的に接続するように構成
された第１マイクロフォンスイッチと、
　前記ジャックの前記第２端子を、前記マイクロフォンノードに選択的に接続するように
構成された第２マイクロフォンスイッチと、
　前記ジャックの前記第１端子を、接地検出入力に選択的に接続するように構成された第
１接地検出スイッチと、
　前記ジャックの前記第２端子を、前記接地検出入力に選択的に接続するように構成され
た第２接地検出スイッチと
を具備し、
　前記スイッチは、前記ジャックが北米タイプとして検知されるかまたは欧州タイプとし
て検知されるかに応じて構成されることを特徴とする装置。
【請求項２】
　６つの前記スイッチが、単一の集積回路上に設けられており、
　前記集積回路は、
　前記第１接地スイッチの出力および前記第１マイクロフォンスイッチの出力に接続され
た第１物理ピンと、
　前記第２接地スイッチの出力および前記第２マイクロフォンスイッチの出力に接続され
た第２物理ピンと、
　前記第１接地検出スイッチの出力に接続された第３物理ピンと、
　前記第２接地検出スイッチの出力に接続された第４物理ピンと
を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記スイッチ、前記ピン、および前記ジャックを収容するための基板をさらに具備し、
　第５物理ピンが、前記ジャックに隣接した地点で前記ジャックの前記第１端子に電気的
に接続され、
　第６物理ピンが、前記ジャックに隣接した地点で前記ジャックの前記第２端子に電気的
に接続されることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記単一の集積回路が、オーディオコーデックをさらに含むことを特徴とする請求項２
に記載の装置。
【請求項５】
　６つの前記スイッチが、オーディオコーデックを収容する集積回路から離れて設けられ
ており、
　前記装置が、
　前記第１接地スイッチの出力に接続される第１物理ピンと、
　前記第１マイクロフォンスイッチの出力に接続される第２物理ピンと、
　前記第２接地スイッチの出力に接続される第３物理ピンと、
　前記第２マイクロフォンスイッチの出力に接続される第４物理ピンと、
　前記第１接地検出スイッチの出力に接続される第５物理ピンと、
　前記第２接地検出スイッチの出力に接続される第６物理ピンと
をさらに具備し、
　前記第１物理ピンおよび前記第２物理ピンが、互いに電気的に接続され、
　前記第３物理ピンおよび前記第４物理ピンが、互いに電気的に接続されることを特徴と
する請求項１に記載の装置。
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【請求項６】
　前記スイッチ、前記ピン、および前記ジャックを収容するための基板をさらに具備し、
　前記第５物理ピンが、前記ジャックに隣接した地点で前記ジャックの前記第１端子に電
気的に接続され、
　前記第６物理ピンが、前記ジャックに隣接した地点で前記ジャックの前記第２端子に電
気的に接続されることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　左および右のオーディオチャンネル増幅器をさらに具備し、
　前記増幅器の各々は、
　正入力、負入力、および出力を有する差動増幅器と、
　前記負入力に接続される第１抵抗器（Ｒ１ａまたはＲ１ｂ’）と、
　前記正入力に接続される第２抵抗器（Ｒ１ｂまたはＲ１ａ’）と、
　前記出力を前記負入力に接続する第３抵抗器（Ｒ２ａまたはＲ２ｂ’）と、
　前記正入力を前記接地検出入力に接続する第４抵抗器（Ｒ２ａ’またはＲ２ｂ）と
を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１接地検出スイッチが、第１インダクタを介して、前記ジャックの前記第１端子
に接続され、
　第１キャパシタが、前記第１インダクタと前記第１接地検出スイッチとの間の接続点を
、接地にさらに接続し、
　前記第２接地検出スイッチが、第２インダクタを介して、前記ジャックの前記第２端子
に接続され、
　第２キャパシタが、前記第２インダクタと前記第２接地検出スイッチとの間の接続点を
、接地にさらに接続することを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　複数の前記スイッチが、単一のチップ上に統合されており、
　前記単一のチップは、前記左および右のオーディオチャンネル増幅器のための回路をさ
らに含むことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記左および右のオーディオチャンネル増幅器が、集積回路上に設けられ、
　複数の前記スイッチが、前記集積回路から離れて設けられることを特徴とする請求項８
に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１インダクタおよび前記第２インダクタが、フェライトビーズを含むことを特徴
とする請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ジャックの前記第１端子および前記第２端子に接続されたＦＭ無線処理回路をさら
に具備することを特徴とする含む請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　ジャックの第１端子を、接地接続点に選択的に接続するように構成された第１接地スイ
ッチと、
　前記ジャックの第２端子を、前記接地接続点に選択的に接続するように構成された第２
接地スイッチと、
　前記ジャックの前記第１端子を、マイクロフォンノードに選択的に接続するように構成
された第１マイクロフォンスイッチと、
　前記ジャックの前記第２端子を、前記マイクロフォンノードに選択的に接続するように
構成された第２マイクロフォンスイッチと、
　前記ジャックが北米タイプとして検知されるかまたは欧州タイプとして検知されるかに
基づいて、前記ジャックの前記第１端子または前記第２端子のどちらかを、接地検出入力
に選択的に接続するための手段と
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を具備することを特徴とする装置。
【請求項１４】
　前記選択的に接続するための手段が、
　第１接地検出スイッチを、前記ジャックの前記第１端子に接続する第１インダクタと、
　第２接地検出スイッチを、前記ジャックの前記第２端子に接続する第２インダクタと
を含むことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ジャックの左および右のオーディオ端子を駆動するための手段をさらに具備するこ
とを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　複数の前記スイッチおよび前記選択的に接続するための手段が、単一の集積回路上に設
けられており、
　前記集積回路は、
　前記第１接地スイッチの出力を、前記第１マイクロフォンスイッチの出力に接続するた
めの手段と、
　前記第２接地スイッチの出力を、前記第２マイクロフォンスイッチの出力に接続するた
めの手段と
をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　前記スイッチ、前記選択的に接続するための手段、および前記接続するための手段を収
容するための基板をさらに具備することを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　第１接地スイッチを使用して、ジャックの第１端子を、接地接続点に選択的に接続する
ステップと、
　第２接地スイッチを使用して、前記ジャックの第２端子を、前記接地接続点に選択的に
接続するステップと、
　第１マイクロフォンスイッチを使用して、前記ジャックの前記第１端子を、マイクロフ
ォンノードに選択的に接続するステップと、
　第２マイクロフォンスイッチを使用して、前記ジャックの前記第２端子を、前記マイク
ロフォンノードに選択的に接続するステップと、
　第１接地検出スイッチを使用して、前記ジャックの前記第１端子を、接地検出入力に選
択的に接続するステップと、
　第２接地検出スイッチを使用して、前記ジャックの前記第２端子を、前記接地検出入力
に選択的に接続するステップと
を有し、
　前記スイッチは、前記ジャックが北米タイプとして検知されるかまたは欧州タイプとし
て検知されるかに応じて選択的に接続されることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　第１インダクタを使用して、前記第１接地検出スイッチを、前記ジャックの前記第１端
子に接続するステップと、
　第１キャパシタを使用して、前記第１インダクタと前記第１接地検出スイッチとの間の
接続点を、接地に接続するステップと、
　第２インダクタを使用して、前記第２接地検出スイッチを、前記ジャックの前記第２端
子に接続するステップと、
　前記第２インダクタと前記第２接地検出スイッチとの間の接続点を、接地に接続するス
テップと
をさらに有することを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　複数の前記スイッチが、単一のチップ上に統合されており、
　前記単一のチップは、左および右のオーディオチャンネル増幅器のための回路をさらに
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含むことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、2012年4月6日に出願された「Low Crosstalk Headset Jack Microphone and 
Ground Line Switch」と題する米国仮特許出願第61/621,266号の優先権を主張するもので
ある。引用により、上記米国特許仮出願の全内容が本明細書に援用される。
【０００２】
　本開示は、メディアデバイスに関し、とりわけ、オーディオヘッドセットにおけるマイ
クロフォンスイッチおよび接地スイッチにより引き起こされるクロストークを低減するた
めの技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くの場合、オーディオおよび他のメディアデバイスは、周辺デバイスに接続されるメ
ディアプラグを受け入れるためのジャックを含む。たとえば、モバイル電話は、マイクロ
フォンの付いたオーディオヘッドセットに接続されるプラグを受け入れるためのジャック
を含むことができ、これにより、ユーザがヘッドセットを使用してモバイル電話で音声会
話を続行することを可能にする。メディアデバイスの他の例には、MP3プレーヤ、携帯ゲ
ーム機、タブレット、パーソナルコンピュータ、ノートブックコンピュータ、携帯情報端
末などが含まれ、一方、周辺デバイスには、ヘッドフォン、補聴デバイス、パーソナルコ
ンピュータのスピーカ、ホームエンターテインメントのステレオスピーカなどが含まれる
。
【０００４】
　メディアデバイスは、たとえば、欧州タイプまたは北米タイプなどの異なるタイプのプ
ラグに適応するように構成することができる。検知されるプラグタイプに応じて、メディ
アデバイスにおける複数のスイッチが選択的に有効または無効にされて、プラグの端子を
メディアデバイスにおける適切な処理ノードに接続することができる。特定の実装形態に
おいて、プラグ端子を接地電圧に接続するように設計されたスイッチのうちのいくつかは
、プラグ端子と接地との間に大幅なオン抵抗を生じさせることがあり、これは、ヘッドフ
ォンの左と右とのオーディオチャンネルの間にクロストークを望ましくなく招くことがあ
る。そのようなクロストークを低減するために、スイッチは、より大きいサイズに作られ
ることがある。しかしながら、そのようなソリューションは、チップ領域および/または
基板領域を望ましくなく消費することになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数のメディアプラグタイプに適応させるためのスイッチから生じるヘッドセットチャ
ンネルにおけるクロストークを低減するための、単純で効率的な技法を提供することが望
ましい。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本開示の技法が実装され得るワイヤレス通信デバイスの設計のブロック図である
。
【図２】本開示の技法が適用され得る例示的なシナリオを示す図である。
【図３】欧州タイプまたは北米タイプのプラグ配置のどちらかに従って、一般に提供され
得るプラグの端子の順序を示す図である。
【図４】北米タイプのプラグと欧州タイプのプラグの両方に適応させるために複数のスイ
ッチが提供されている、ジャック端子1～4を駆動するための、たとえばメディアデバイス
上に提供された、電気システムの先行技術の実装形態を示す図である。
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【図５】スイッチのΦ1およびΦ2構成の等価回路を示す図である。
【図６】オーディオシステムにおけるクロストークを低減するための6つのスイッチによ
るソリューションが提供されている、本開示の例示的な実施形態を示す図である。
【図７】スイッチのΦ1とΦ2の両方の構成に従ったシステム600の電気的接続を示す図で
ある。
【図８】6つのスイッチS1～S6がディスクリート型で提供されている、本開示の例示的な
実施形態を示す図である。
【図９】オーディオ増幅器もまた提供される単一の集積回路上に6つのスイッチS1～S6が
提供されている、本開示の代替の例示的な実施形態を示す図である。
【図１０】FMアンテナと、北米/欧州タイプのヘッドセットとの両方の互換性をサポート
するための、本開示による例示的な実施形態を示す図である。
【図１１】複数のスイッチS1～S6が、コーデックを含む単一のチップ上に統合されている
、FMアンテナの北米/欧州タイプのヘッドセットとの互換性をサポートするための、代替
の例示的な実施形態を示す図である。
【図１２】本開示による方法の例示的な実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本開示の様々な態様が、添付の図面を参照して以下でより十分に説明される。しかしな
がら、本開示は、多くの異なる形態において具体化されてよく、本開示全体を通して提示
されるいかなる特定の構造または機能にも限定されるものとして解釈されるべきではない
。むしろ、これらの態様は、本開示が完璧で完全であるように、かつ本開示の範囲を当業
者に十分に伝えるために提供される。本明細書における教示に基づいて、本開示の範囲が
、独立して実装されるにせよ、または本開示の任意の他の態様と組み合わされるにせよ、
本明細書で開示される本開示の任意の態様を伝えるよう意図されることを、当業者は認識
すべきである。たとえば、本明細書で述べる任意の数の態様を使用して、装置が実装され
てよく、または方法が実践されてよい。加えて、本開示の範囲は、他の構造、機能性を使
用して、または本発明で述べる開示の様々な態様に加えた、もしくはそれ以外の構造およ
び機能性を使用して実践される、そのような装置または方法を含むように意図される。本
明細書で開示される本開示の任意の態様は、特許請求の範囲の1つまたは複数の要素によ
って具体化され得ることを理解されたい。
【０００８】
　添付の図面に関連して以下で述べる詳細な説明は、本発明の例示的な態様を説明するこ
とを意図し、本発明が実践され得る例示的な態様のみを表すことを意図しない。本説明の
全体を通して使用される「例示的な(exemplary)」という用語は、「例、事例、または例
証(example, instance, or illustration)としての働きをする」ことを意味し、必ずしも
他の例示的な態様よりも好ましい、または好都合であるとして解釈されるべきではない。
詳細な説明は、本発明の例示的な態様の完璧な理解を提供する目的のための特定の詳細を
含む。当業者には、本発明の例示的な態様が、これらの特定な詳細なしに実践され得るこ
とが明らかであろう。いくつかの事例において、よく知られた構造およびデバイスは、本
明細書で提示する例示的な態様の新規性を曖昧にすることを避けるために、ブロック図の
形式で示される。
【０００９】
　図1は、本開示の技法が実装され得るワイヤレス通信デバイス100の設計のブロック図を
示す。図1は、例示的なトランシーバ設計を示す。一般に、送信機および受信機における
信号の調整は、増幅器、フィルタ、アップコンバータ、ダウンコンバータなどのうちの1
つまたは複数の段によって実施されてよい。これらの回路ブロックは、図1に示す構成と
は異なって配列されてもよい。さらに、図1に示していない他の回路ブロックが、送信機
および受信機において信号を調整するために使用されてもよい。また、図1のいくつかの
回路ブロックは、省略されてもよい。
【００１０】
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　図1に示す設計において、ワイヤレスデバイス100は、トランシーバ120と、データプロ
セッサ110とを含む。データプロセッサ110は、データおよびプログラムコードを記憶する
ためのメモリ(図示せず)を含むことができる。トランシーバ120は、双方向通信をサポー
トする送信機130と受信機150とを含む。一般に、ワイヤレスデバイス100は、任意の数の
通信システムおよび周波数バンドのために、任意の数の送信機と、任意の数の受信機とを
含むことができる。トランシーバ120の全部または一部は、1つまたは複数のアナログ集積
回路(IC)、RF IC(RFIC)、混合信号ICなどの上で実装されてよい。
【００１１】
　送信機または受信機は、スーパーヘテロダインアーキテクチャまたは直接変換アーキテ
クチャで実装されてよい。スーパーヘテロダインアーキテクチャにおいて、信号は、複数
段で、無線周波数(RF)とベースバンドとの間で周波数変換され、たとえば、受信機の場合
、1つの段でRFから中間周波数(IF)へと、次いで別の段でIFからベースバンドへと、周波
数変換される。直接変換アーキテクチャにおいて、信号は、1つの段で、RFとベースバン
ドとの間で周波数変換される。スーパーヘテロダインアーキテクチャおよび直接変換アー
キテクチャは、異なる回路ブロックを使用する、および/または異なる要件を有すること
ができる。図1に示す設計において、送信機130および受信機150は、直接変換アーキテク
チャで実装される。
【００１２】
　送信パスにおいて、データプロセッサ110は、送信されることになるデータを処理し、I
およびQアナログ出力信号を送信機130に提供する。示される例示的な実施形態において、
データプロセッサ110は、データプロセッサ110によって生成されたデジタル信号を、Iお
よびQアナログ出力信号に変換するための、たとえば、さらなる処理のためのIおよびQ出
力電流に変換するための、デジタルアナログコンバータ(DAC)114aおよび114bを含む。
【００１３】
　送信機130内では、低域通過フィルタ132aおよび132bが、それぞれ、IおよびQアナログ
出力信号をフィルタリングして、先のデジタルアナログ変換によって引き起こされた望ま
しくない像を取り除く。増幅器(Amp)134aおよび134bは、それぞれ、低域通過フィルタ132
aおよび132bからの信号を増幅し、IおよびQベースバンド信号を提供する。アップコンバ
ータ140は、送信(TX)局部発振(LO)信号生成器190からのIおよびQ TX LO信号で、IおよびQ
ベースバンド信号をアップコンバートし、アップコンバートされた信号を提供する。フィ
ルタ142は、アップコンバートされた信号をフィルタリングして、周波数アップコンバー
ジョンによって引き起こされた望ましくない像、ならびに受信周波数バンド内の雑音を取
り除く。電力増幅器(PA)144は、フィルタ142からの信号を増幅して所望の出力電力レベル
を取得し、送信RF信号を提供する。送信RF信号は、デュプレクサまたはスイッチ146を通
して経路指定され、アンテナ148を介して送信される。
【００１４】
　受信パスにおいて、アンテナ148は、基地局によって送信された信号を受信し、受信し
たRF信号を提供し、受信したRF信号は、デュプレクサまたはスイッチ146を通して経路指
定され、低雑音増幅器(LNA)152に提供される。受信したRF信号は、LNA152によって増幅さ
れ、フィルタ154によってフィルタリングされて、所望のRF入力信号を取得する。ダウン
コンバータ160は、受信(RX)LO信号生成器180からのIおよびQ RX LO信号で、RF入力信号を
ダウンコンバートし、IおよびQベースバンド信号を提供する。IおよびQベースバンド信号
は、増幅器162aおよび162bによって増幅され、低域通過フィルタ164aおよび164bによって
さらにフィルタリングされて、データプロセッサ110に提供されるIおよびQアナログ入力
信号を取得する。示される例示的な実施形態において、データプロセッサ110は、データ
プロセッサ110によってさらに処理されるために、アナログ入力信号をデジタル信号に変
換するための、アナログデジタルコンバータ(ADC)116aおよび116bを含む。
【００１５】
　TX LO信号生成器190は、周波数アップコンバージョンのために使用されるIおよびQ TX 
LO信号を生成する。RX LO信号生成器180は、周波数ダウンコンバージョンのために使用さ
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れるIおよびQ RX LO信号を生成する。各LO信号は、特定の基本周波数を有する周期信号で
ある。PLL192は、データプロセッサ110からタイミング情報を受信し、LO信号生成器190か
らのTX LO信号の周波数および/または位相を調整するために使用される制御信号を生成す
る。同様に、PLL182は、データプロセッサ110からタイミング情報を受信し、LO信号生成
器180からのRX LO信号の周波数および/または位相を調整するために使用される制御信号
を生成する。
【００１６】
　データプロセッサ110は、ADC116a、116bからのRXデータを処理し、DAC114a、114bへのT
Xデータをさらに処理するように構成されたベースバンド処理モジュール101をさらに含む
。ベースバンド処理モジュール101は、オーディオコーデック102にさらに接続される。モ
ジュール101は、デジタル信号を、アナログオーディオ信号として出力するためにオーデ
ィオコーデック102に送信することができ、オーディオ入力信号に対応するデジタル信号
を、オーディオコーデック102からさらに受信することができる。オーディオコーデック1
02はさらに、ヘッドセット(図1には図示せず)への、およびヘッドセットからのオーディ
オ信号とインターフェースを取ることができる。例示的な一実施形態において、本開示の
技法は、たとえば、オーディオコーデック102を含むデータプロセッサ110に統合されたス
イッチを使用して、またはデータプロセッサ110の外部にあるスイッチを使用して、実装
されてよい。
【００１７】
　図2は、本開示の技法が適用され得る例示的なシナリオ200を示す。図2は、例証目的の
みのために示され、本開示の範囲を、示される特定のシステムに限定する意図はないこと
が認識されよう。たとえば、本明細書で開示される技法が、図2に示す以外のオーディオ
デバイスにもまた容易に適用され得ることが認識されよう。さらに、本技法は、他のタイ
プのマルチメディアデバイス、ならびに非オーディオメディアでデバイス、たとえば、ビ
デオなどをサポートするプラグにおいてクロストークを低減するためにもまた容易に適合
され得る。そのような代替の例示的な実施形態は、本開示の範囲内として企図される。
【００１８】
　図2において、ヘッドセット210は、左(L)ヘッドフォン215と、右(R)ヘッドフォン220と
、マイクロフォン230とを含む。これらのヘッドセット210のコンポーネントは、導電ワイ
ヤ245を介して、プラグ250の端子に電気的に接続される。プラグ250は、メディアデバイ
ス240のジャック260の中に挿入可能である。ジャック260は、図2によって提案されるよう
にデバイス240の表面から突き出ている必要はなく、さらに、図2に示す要素のサイズは、
必ずしも一定の縮尺で描かれていないことに留意されたい。デバイス240は、図1に示した
回路を組み込むモバイル電話であってよい。また、デバイス240は、たとえば、MP3プレー
ヤ、ホームステレオシステムなどであってもよい。オーディオ信号および/または他の信
号は、プラグ250およびジャック260を通して、デバイス240とヘッドセット210との間でや
り取りされてよい。プラグ250は、ジャック260からオーディオ信号を受信し、信号を、ヘ
ッドセット210のLおよびRのヘッドフォンに経路指定する。プラグ250はさらに、マイクロ
フォン230によって生成されたオーディオコンテンツを含む電気信号をジャック260に接続
することができ、マイクロフォン信号は、デバイス240によってさらに処理されてよい。
プラグ250は、たとえば、制御信号、ビデオ信号、その他などの他のタイプの信号を通信
するための、図示していないさらなる端子を含むことができることに留意されたい。
【００１９】
　プラグ250の端子の順序は、一般に、図3に示すような共通の標準配置のいくつかのタイ
プのうちの1つに従って提供されてよい。たとえば、プラグの先端からプラグの底部に向
かって並べるとき、欧州タイプのプラグ配置300aに従って、端子を、左オーディオ(L)、
右オーディオ(R)、マイクロフォン(M)、および接地(G)と順番付けることができる。一方
、北米タイプのプラグ配置300bに従って、端子を、左オーディオ(L)、右オーディオ(R)、
接地(G)、およびマイクロフォン(M)と順番付けることができる。ジャックの中に挿入する
と、両方のタイプのプラグの端子は、図3の丸で囲んだ数字によって示すように、先端か
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ら底部に向かって、対応するジャック端子1、2、3、および4に、それぞれ電気的に接続さ
れてよい。
【００２０】
　単一のジャックを使用して、北米プラグタイプと欧州プラグタイプの両方に適応させる
ために、デバイス240は、一般に、スイッチング回路を組み込んで、挿入されたプラグの
タイプに応じて、プラグ端子を適切なジャック端子へと電気的に経路指定することができ
る。たとえば、欧州タイプのプラグの端子(M)および(G)を、ジャックの端子3および4にそ
れぞれ電気的に接続するために、または代替として、北米タイプのプラグの端子(G)およ
び(M)を、ジャックの端子3および4にそれぞれ接続するために、複数のスイッチがデバイ
ス240に提供されてよい。一実装形態において、デバイス240は、左(L)および右(R)のオー
ディオチャンネルのためのドライバ(たとえば、増幅器)がその上に提供され得るコーデッ
クチップ(図示せず)を含むことができ、スイッチング回路は、コーデックチップに統合さ
れてもよいし、またはコーデックチップの外側にあってもよい。
【００２１】
　図3の特定のジャック端子の端子1、2、3、および4という呼び方は、例証目的のみのた
めであることに留意されたい。ジャック端子の代替的な名称が容易に用いられてもよいこ
とが認識されよう。さらに、本明細書および特許請求の範囲において、ジャックの「第1
の端子」という用語は、たとえば、図3に示すジャック端子1、2、3、および4のうちのい
ずれを指してもよく、同時にジャックの「第2の端子」という用語が、たとえば、「第1の
端子」とは別個のジャック端子1、2、3、および4のうちのいずれを指してもよいことに留
意されたい。一般に、そうでないと言及しない限り、本明細書における「第1の」、「第2
の」などの用語の使用は、識別目的のみのためであり、たとえば、「第1の」要素が、必
ずしも順序通りに「第2の」要素の前に来ることを含意する必要はない。
【００２２】
　図4は、ジャック端子1～4を駆動するための、たとえばデバイス240上に提供された、電
気システム400の先行技術の実装形態を示し、ここで、北米タイプおよび欧州タイプのプ
ラグの両方に適応させるために複数のスイッチが提供されている。図4において、増幅器4
10Rは、ジャックの端子2を駆動するための右ヘッドフォン信号(H_R)を生成するために、
抵抗器R1a、R1b、R2a、R2bとともに構成されている。H_R信号は、差動(diff)右チャンネ
ル入力信号IN_Rの増幅版に相当することになることが、示された回路トポロジから認識さ
れよう。図4はさらに、ジャックの端子1を駆動するための左ヘッドフォン信号(H_L)を生
成するために、抵抗器R1a'、R1b'、R2a'、R2b'とともに構成された増幅器410Lを示す。H_
L信号もまた、差動(diff)左チャンネル入力信号IN_Lの増幅版に相当することになる。図4
の抵抗器の構成は、例証目的のみのために示され、代替の例示的な実施形態が、左および
右のオーディオチャンネルを駆動するための他の増幅器構成、たとえば、図4に示す以外
のフィードバック素子または受動素子の異なるタイプを有する増幅器を組み込むことがで
きることが企図されることに留意されたい。
【００２３】
　示される実装形態において、抵抗器R2bおよびR2a'は、H_REFとラベル付けされた単一の
ノードにおいて接続され、これは次いで、接地(GND)電圧に接続される。また、H_REFは、
「基準端子」、または「接地検出入力」もしくは「接地検出端子」を指すことができる。
H_REFは、コモンモード基準を差動増幅器410Rおよび410Lに提供すると理解されてよいこ
とが認識されよう。たとえば、ジャック接地端子および基板レベルにおいて存在すること
があるコモンモード接地雑音を低減するために、H_REFがジャック接地端子に直接接続さ
れて、接地雑音を取り除くことができる。
【００２４】
　図4において、システム400の接地(GND)ノードおよびマイクロフォン(MIC)ノードを、挿
入されるプラグタイプに応じて、ジャック260の適切な端子に代替的に接続するために、
複数のスイッチS1、S2、S3、およびS4がさらに提供される。とりわけ、挿入されるプラグ
タイプが欧州のものである場合、スイッチS1およびS4が、(スイッチのΦ1構成に従って)
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閉鎖され、スイッチS2およびS3が、開放されることになる。代替として、挿入されるプラ
グタイプが北米のものである場合、スイッチS2およびS3が、(スイッチのΦ2構成に従って
)閉鎖され、スイッチS1およびS4が開放されることになる。このようにして、システム400
のGNDノードおよびMICノードは、スイッチS1～S4の動作を通して、ジャック260の端子へ
と適切に経路指定されてよい。
【００２５】
　システム400の1つの不都合は、接地スイッチS1またはS2のどちらかの有限オン抵抗に起
因して、右オーディオチャンネルH_Rと左オーディオチャンネルH_Lとの間に、一定程度の
クロストークが存在し得ることである。とりわけ、図5に示すように、スイッチのΦ1また
はΦ2構成のどちらかに従って、ジャック端子とシステム接地電圧との間には抵抗RGがあ
ることになり、ジャック端子とマイクロフォンノードとの間には抵抗RMがあることになり
、ここで、RGはスイッチS1またはS2のどちらかのオン抵抗に相当し、一方RMは、スイッチ
S3またはS4のどちらかのオン抵抗に相当する。H_RおよびH_Lのヘッドセットチャンネルは
、接地(GND)への共通パスを共有するので、接地スイッチオン抵抗RGが、左と右とのヘッ
ドフォンチャンネルの間にクロストーク成分を生成することになる。とりわけ、共通接地
スイッチ抵抗RGにかけられる可変電圧に起因して、左オーディオ信号H_Lにおける成分は
、右オーディオ信号H_Rに存在することになり、逆もまた同様である。たとえば、16オー
ムのスイッチ抵抗が、16ミリオームのヘッドセットと結びつくとき、およそ-60dBのクロ
ストークを生み出すことがある。そのようなクロストークは、左および右のオーディオチ
ャンネルの信号忠実度を、望ましくなく劣化させる。
【００２６】
　システムにおけるクロストークの量は、次の式1のように定量化され得ることに留意さ
れたい。
【００２７】
【数１】

【００２８】
　ここで、RLは、左または右のオーディオ負荷に対応した抵抗を表す。式1によれば、接
地スイッチ抵抗RGが大きいほど、クロストーク成分は大きくなることになる。したがって
、このクロストーク成分を低減するために、スイッチS1およびS2は、それらのターンオン
抵抗を低減するために、より大きいサイズに作られることがある。しかしながら、これは
、大量のシリコンチップ領域を望ましくなく消費することがあり、チップ領域が高額であ
る統合されたシステムについては理想的なソリューションではない。したがって、オーデ
ィオシステムにおけるクロストークの量を低減するための、単純で効率的な技法を提供す
ることが望ましいであろう。
【００２９】
　図6は、上述したクロストークを低減するために、6つのスイッチによるソリューション
が提供されている、本開示の例示的な一実施形態を示す。図6のいくつかの態様は、例証
目的のみのために示され、本開示の範囲を、示される特定の実施形態に限定する意味はな
いことに留意されたい。さらに、いくつかの要素は、図4および図6において同様にラベル
付けされてよく、そのような要素は、そうでないと言及しない限り、同様の機能性を実施
するものとして理解されてよい。
【００３０】
　図6では、スイッチS1～S4に加えて、スイッチS5およびS6がオーディオシステムの中に
提供される。S5およびS6は、プラグタイプが北米のものか欧州のものかにかかわらず、接
地検出入力H_REFを、ジャック260の接地端子に常に接続するように構成されている。この
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ようにして、RGによって引き起こされる任意の電圧降下は、H_REFによってサンプリング
され、コモンモード接地雑音としてオーディオ増幅器にフィードバックされる。とりわけ
、Φ1構成によれば、挿入されたプラグタイプが欧州のものであることに対応して、S5は
、H_REFをジャック260の端子4に接続する。代替として、Φ2構成によれば、挿入されたプ
ラグタイプが北米のものであることに対応して、S6は、H_REFをジャック260の端子3に接
続する。
【００３１】
　図7は、スイッチのΦ1とΦ2の両方の構成に従ったシステム600の電気的接続を示す。と
りわけ、図7に示すように、Φ1またはΦ2構成のどちらかに従って、基準ノードH_REFは、
抵抗RFを介してRGにかけられる電圧をサンプリングするように構成されており、この抵抗
は、スイッチS5またはS6のオン抵抗に相当してよい。RGにかけられる電圧は、コモンモー
ド接地雑音として増幅器410Rおよび410Lにフィードバックされるので、システム400と比
較して、システム600におけるクロストークは大幅に低減されることになると予想される
。
【００３２】
　とりわけ、システム600におけるクロストークの量は、次の式2のように定量化され得る
。
【００３３】
【数２】

【００３４】
　ここで、R1 = R1a = R1a'であり、R2 = R2a = R2a'であることが想定される。例示的な
一実施形態において、RFは、数オーム程度であってよく、一方抵抗器R1a、R2a、R1b、R2b
、R1a'、R2a'、R1b'、R2b'は、すべてキロオーム程度であってよい。したがって、RFに起
因する任意のクロストークが、大幅になるとは予想されない。さらに、例示的な一実施形
態において、RFに起因する任意のクロストークは、増幅器(410Rおよび410L)フィードバッ
クパスにおける抵抗を互いに一致させるための集積回路配置の技法を使用することによっ
て、さらに低減することができる。
【００３５】
　図8は、6つのスイッチS1～S6が、ディスクリート型で、すなわち、右チャンネル増幅器
8200および左チャンネル増幅器8300を収容する集積回路から離れて提供されている、本開
示の例示的な一実施形態を示す。図8では、スイッチS1～S6の各々が、スイッチ端子に対
応した、2つの対応するピンに関連付けられている。たとえば、S1は、2つのピンS1.1、S1
.2を有し、同時にS2は、2つのピンS2.1、S2.2を有する、などである。ピンは、たとえば
、対応する1つまたは複数のスイッチを収容するディスクリート集積回路の物理ピンに相
当することができる。いくつかの例示的な実施形態において、6つすべてのスイッチS1～S
6は、スイッチが他の基板レベルの素子とのインターフェースを取るための12の物理ピン
が提供された、単一のディスクリート集積回路上に提供されてよい。代替の例示的な実施
形態において、スイッチS1～S6の任意のサブセットが、スイッチを収容するすべてのディ
スクリート集積回路にわたって合計で12の物理ピンが提供された、単一のディスクリート
集積回路上に提供されてもよい。
【００３６】
　図8において、ヘッドセットジャック260は、4つの物理端子260.1、260.2、260.3、およ
び260.4とともにさらに示され、これらの物理端子は、これより上で先に説明したように
、ジャック260の対応する端子1、2、3、および4に電気的に接続される。スイッチS1～S6
の出力を表すピンS1.2、S2.2、S3.2、S4.2、S5.2、およびS6.2は、基板トレース経路指定
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801、すなわち、導電性リードを使用して、対応する物理端子260.1、260.2、260.3、260.
4に経路指定されてよく、導電性リードは、スイッチS1～S6、ジャック260、ならびに増幅
器8200、8300を収容する集積回路が提供され得る物理基板上に提供されることが認識され
よう。
【００３７】
　とりわけ、S1.2およびS3.2が電気的に接続され、同様に、S2.2およびS4.2が電気的に接
続されていることに留意されたい。さらに、ピンS5.2の出力は、ジャック260の物理端子2
60.4に電気的に接続される。例示的な一実施形態において、S5.2と260.4と間には、可能
な限り260.4の近くで、すなわち、ジャック260に物理的にごく近接して、電気的接続が提
供されてよい。同様に、ピンS6.2の出力は、ジャック260の物理端子260.3に電気的に接続
され、S6.2と260.3と間には、可能な限り260.3の近くで、電気的接続が提供されてよい。
【００３８】
　このようにして、ピンS5.2と端子260.4との間の電気的接続は、ピンS1.2、S3.2と端子2
60.4との間の電気的接続から効果的に独立していてよく、その理由は、2つの電気的接続
が、基板上で別々の導電性パスを通して経路指定されるからであることが認識されよう。
とりわけ、Φ1の間、S1.2、S3.2とジャック端子260.4との間の寄生経路指定抵抗が、接地
抵抗RGの一部としてモデル化されてよく、S5.2と260.4との間の寄生経路指定抵抗が、接
地検出パス抵抗RFの一部としてモデル化されてよい。同様に、ピンS6.2と端子260.3との
間の電気的接続は、ピンS2.2、S4.2と端子260.3との間の電気的接続から効果的に独立し
ていてよい。とりわけ、Φ2の間、S2.2、S4.2とジャック端子260.3との間の寄生経路指定
抵抗が、接地抵抗RGの一部としてモデル化されてよく、S6.2と260.3との間の寄生経路指
定抵抗が、接地検出パス抵抗RFの一部としてモデル化されてよい。
【００３９】
　ジャックへの接地パスとH-REFパスとの間でそのような独立を維持することは、物理基
板トレースとして導電性パスを実装することに起因する任意の寄生抵抗を都合よく離し、
したがって、本明細書で説明したクロストーク低減の特徴をさらに向上させることが認識
されよう。
【００４０】
　図9は、オーディオ増幅器もまた提供される単一の集積回路上に6つのスイッチS1～S6が
提供されている、本開示の代替の例示的な実施形態を示す。図9において、集積回路910は
、スイッチS1～S6のすべて、ならびに増幅器410R、410L、および関連付けられた抵抗を含
む。例示的な一実施形態において、集積回路910は、さらなる特徴、たとえば、オーディ
オコーデック機能性および他の制御機能性を含むことができることが認識されよう。
【００４１】
　図9において、集積回路910は、他の基板レベルのコンポーネントとインターフェースを
取るための6つの物理(パッケージ)ピン910.1、910.2、910.3、910.4、910.5、および910.
6を含む。たとえば、これらのピンは、基板トレース経路指定901を使用して、ジャック26
0の物理端子260.1、260.2、260.3、260.4に経路指定されてよい。ピン910.1および910.6
は、オーディオ信号H_RおよびH_Lを、それぞれ、ジャック260の物理端子260.2、260.1に
送出するために使用される。ピン910.2、910.3、910.4、910.5は、端子260.4および260.3
に接続される。
【００４２】
　図8を参照してこれより上で言及したように、例示的な一実施形態において、910.3と26
0.4との間には、可能な限り260.4の近くで、すなわち、ジャック260に物理的にごく近接
して、電気的接続が提供されてよい。同様に、ピン910.4の出力は、ジャック260の物理端
子260.3に電気的に接続され、910.4と260.3と間には、可能な限り260.3の近くで、電気的
接続が提供されてよい。このようにして、スイッチがコーデックと統合されるケースで、
ジャックへの接地パスとH-REFパスとの間の上述した独立が、都合よく維持される。
【００４３】
　図10は、FMアンテナと、北米タイプ/欧州タイプのヘッドセットとの両方の互換性をサ
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ポートするための、本開示による例示的な実施形態を示す。図7に示すようなΦ1またはΦ
2構成のどちらかによって、GNDおよびMICは、フェライトビーズ702、704、およびフィル
タリングキャパシタ712、714を介して、ジャックの端子4および3に選択的に接続される。
図10において、H_REFは、フェライトビーズ706、708、およびフィルタリングキャパシタ7
16、718を介して、端子4または3のどちらかに選択的に接続されてさらに示される。例示
的な一実施形態において、フェライトビーズおよびフィルタリングキャパシタの値は、GN
D、MIC、およびH_REFを、特定の周波数において回路の他の部分から分離するように選ば
れてよく、たとえば、そのようなノードを、これより下でさらに説明されるようなFMアン
テナ/受信機モジュール790から分離するように選ばれてよい。
【００４４】
　とりわけ、FMモジュール790は、示されるように、ジャックのノード3および4を、イン
ダクタ(Ltune)796、キャパシタ(Cmatch)798、および別のインダクタ(Lmatch)799に接続す
るキャパシタ(Csmall)792、794を含む。Lmatch799は、たとえば、ヘッドセット210の導電
ワイヤ245を介して無線(over the air)で受信されるときのFM無線信号を処理するための
、FM受信処理回路(図10には示さず)に接続されてよい。このケースにおいて、導電ワイヤ
245(とりわけ、ジャックの端子3および4と電気的接触するヘッドセットのワイヤ)が、無
線FM信号を受信するためのアンテナ素子としての役割をすることができることが認識され
よう。そのようなFM信号の周波数範囲は、オーディオ信号H_R、H_L、およびMICの周波数
範囲とは異なるので、FM信号は、導電ワイヤ245上でオーディオ信号と効果的に周波数多
重化されることになる。
【００４５】
　図10に示すやり方において、本開示の6つのスイッチによるクロストーク低減技法は、
ヘッドセットのワイヤ245を使用して、FM信号を受信するための技法と都合よく組み合わ
されてよい。とりわけ、フェライトビーズおよびキャパシタは、フィルタリング素子とし
て提供されて、たとえば、RF相互変調からコーデックチップ(たとえば、H_R、H_L、H_REF
、およびMICを処理するための回路)を保護することができる。フィルタリング素子は、FM
処理回路791を、コーデックチップから生じるRFスパー(spur)からさらに保護することが
できる。当業者は、図10に示す構成を容易に変更できること、たとえば、異なる特性を有
するフィルタを設計するために、フィルタリング素子を加える、または取り除くことがで
きること、およびそのような代替の例示的な実施形態が、本開示の範囲内として企図され
ることが認識されよう。
【００４６】
　例示的な一実施形態において、図10に示すスイッチS1～S6のすべては、インダクタおよ
びキャパシタを含む受動コンポーネントとともに、コーデック集積回路の外部に提供され
てよい。さらに、代替の例示的な実施形態において、2つのフェライトビーズ702、704、
およびフィルタリングキャパシタ712、714は、潜在的に劣化するクロストークパフォーマ
ンスを犠牲にして外部コンポーネント数を減らすために、取り除かれてもよい。
【００４７】
　図11は、複数のスイッチS1～S6が、コーデックを含む単一のチップ上に統合されている
、代替の例示的な実施形態を示す。図11において、破線ボックス8100の縁で囲まれた要素
は、コーデック集積回路上に見られる要素に対応してよく、一方、破線ボックス8100によ
って囲まれていない他の要素は、集積回路の外部に提供されてよい。図11において、複数
のピン822、824は、集積回路からのスイッチS5およびS6の出力を、他のスイッチS1～S4に
専用であるピン826、828から独立して、対応する受動素子およびジャックの端子に接続す
るために提供される。ピン826、828をピン822、824から離れて提供することによって、H_
REFノードは、コーデックシステム接地ノードと同じオフチップ経路指定パスを共有しな
いことになり、それにより、これらのノードに同じオフチップ経路指定パスを共有させる
ことに関連した任意のさらなるクロストークを、都合よく低減することが認識されよう。
任意の外部インダクタ(またはビーズ)からの寄生抵抗は、等価回路におけるRGおよびRFの
一部として扱われてよく、したがって式(2)もまた、このケースに当てはまることが認識
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されよう。
【００４８】
　図10を参照して先にこれより上で説明したように、フェライトビーズ802、804、および
フィルタリングキャパシタ812、814もまた、いくつかの例示的な実施形態においてはオプ
ションとされてもよい。
【００４９】
　図12は、本開示による方法の例示的な一実施形態を示す。図12は、例証目的のみのため
に説明され、本開示の範囲を本明細書で説明するいかなる特定の方法にも限定する意図は
ないことに留意されたい。
【００５０】
　図12において、ブロック1210で、第1の接地スイッチを使用して、ジャックの第1の端子
が、接地接続点に選択的に接続される。
【００５１】
　ブロック1220で、第2の接地スイッチを使用して、ジャックの第2の端子が、接地接続点
に選択的に接続される。
【００５２】
　ブロック1230で、第1のマイクロフォンスイッチを使用して、ジャックの第1の端子が、
マイクロフォンノードに選択的に接続される。
【００５３】
　ブロック1240で、第2のマイクロフォンスイッチを使用して、ジャックの第2の端子が、
マイクロフォンノードに選択的に接続される。
【００５４】
　ブロック1250で、第1の接地検出スイッチを使用して、ジャックの第1の端子が、接地検
出入力に選択的に接続される。
【００５５】
　ブロック1260で、第2の接地検出スイッチを使用して、ジャックの第2の端子が、接地検
出入力に選択的に接続される。例示的な一実施形態において、ジャックが北米タイプとし
て検知されるかまたは欧州タイプとして検知されるかに応じて、スイッチは、選択的に接
続される。
【００５６】
　本明細書および特許請求の範囲において、ある要素が別の要素に「接続される(connect
ed to)」または「結合される(coupled to)」と記載されるとき、その要素は、他の要素に
直接接続または直接結合されてよく、あるいは、介在する要素が存在してもよいことが理
解されよう。対照的に、ある要素が別の要素に「直接接続される(directly connected to
)」または「直接結合される(directly coupled to)」と記載されるとき、介在要素は存在
しない。さらに、ある要素が別の要素に「電気的に結合される(electrically coupled to
)」と記載されるとき、そのような要素間に低抵抗のパス、または短絡が存在することを
指し、一方で、ある要素が別の要素に単に「結合される(coupled to)」と記載されるとき
、そのような要素間に低抵抗のパスはあってもよいし、なくてもよい。
【００５７】
　当業者であれば、情報および信号を、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを
使用して表すことができることを理解するであろう。たとえば、上記の説明全体を通して
参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップを
、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光学場もしくは光学粒子、またはそれら
の任意の組合せによって表すことができる。
【００５８】
　当業者であれば、本明細書で開示した例示的な態様に関連して説明した様々な例証的な
論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、
コンピュータソフトウェア、またはその両方の組合せとして実装されてよいことをさらに
認識するであろう。ハードウェアとソフトウェアとのこの相互互換性を明確に例証するた
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めに、様々な例証的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが
、それらの機能性の観点から一般的に上で説明されてきた。そのような機能性がハードウ
ェアとしてまたはソフトウェアとして実装されるかは、特定の用途、およびシステム全体
に課せられる設計制約に依存する。当業者は、説明した機能性を特定の用途ごとに様々な
やり方で実装することができるが、そのような実装形態の判断は、本発明の例示的な態様
の範囲からの逸脱をもたらすものとして解釈されるべきではない。
【００５９】
　本明細書で開示した例示的な態様に関連して説明した様々な例証的な論理ブロック、モ
ジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向
け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、もしくは他のプログ
ラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタ論理回路、ディスク
リートハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明した機能を実施するように設
計されたそれらの任意の組合せを用いて、実装または実施されてよい。汎用プロセッサは
、マイクロプロセッサであってもよいが、代替的にプロセッサは、任意の従来のプロセッ
サ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。また
、プロセッサは、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロ
セッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のその
ような構成のコンピューティングデバイスの組合せとして実装されてもよい。
【００６０】
　本明細書で開示した例示的な態様に関連して説明した方法またはアルゴリズムのステッ
プは、ハードウェアで直接、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、
またはこの2つの組合せにおいて具体化されてよい。ソフトウェアモジュールは、ランダ
ムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ(ROM)、電気的プログラ
マブルROM(EPROM)、電気的に消去可能なプログラマブルROM(EEPROM)、レジスタ、ハード
ディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または、当技術分野で知られている任意の他
の形式の記憶メディア中に存在することができる。例示的な記憶メディアは、プロセッサ
が記憶メディアから情報を読み取り、記憶メディアに情報を書き込むことができるように
、プロセッサに接続される。代替として、記憶メディアは、プロセッサに統合されてもよ
い。プロセッサと記憶メディアとが、ASICに存在してもよい。ASICは、ユーザ端末に存在
してもよい。代替として、プロセッサと記憶メディアとが、ディスクリートコンポーネン
トとしてユーザ端末に存在してもよい。
【００６１】
　1つまたは複数の例示的な態様において、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装されてよい。ソフトウェアで実
装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読メ
ディア上に記憶されても、またはコンピュータ可読メディア上で送信されてもよい。コン
ピュータ可読メディアは、1つの場所から別の場所へとコンピュータプログラムの転送を
容易にする任意のメディアを含む、コンピュータ記憶メディアおよびコンピュータ通信メ
ディアの両方を含む。記憶メディアは、コンピュータによってアクセスされ得る利用可能
ないずれのメディアであってもよい。限定ではなく例示として、そのようなコンピュータ
可読メディアは、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM、もしくは他の光学ディスク記憶デバイス、
磁気ディスク記憶デバイスもしくは他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令またはデータ
構造の形式で所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用することができ、
コンピュータによってアクセスされ得る任意の他のメディアを含むことができる。また、
あらゆる接続が、厳密にはコンピュータ可読メディアと称される。たとえば、ソフトウェ
アが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、ま
たは赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、
サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケー
ブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技
術は、メディアの定義に含まれる。本明細書で使用されるとき、ディスク(disk)およびデ
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ィスク(disc)は、コンパクトディスク(CD: compact disc)、レーザーディスク(登録商標)
(laser disc)、光学ディスク(optical disc)、デジタル多用途ディスク(DVD: digital ve
rsatile disc)、フロッピー(登録商標)ディスク(floppy disk)、およびブルーレイディス
ク(blu-ray disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、一方ディ
スク(disc)は、レーザーを用いてデータを光学的に再生する。上記の組合せもまた、コン
ピュータ可読メディアの範囲内に含まれるべきである。
【００６２】
　開示した例示的な態様の先の説明は、あらゆる当業者が、本発明を作成し、使用するこ
とができるように提供されている。これらの例示的な態様に対する様々な変形もまた、当
業者に容易に明らかとなり、本明細書で定義された一般的な原理は、本発明の趣旨または
範囲から逸脱することなく、他の例示的な態様に適用されてよい。したがって、本開示は
、本明細書で示した例示的な態様に限定することを意図せず、本明細書で開示した原理お
よび新規な特徴に一致した最も広い範囲に従うことを意図する。
【符号の説明】
【００６３】
　100　ワイヤレス通信デバイス
　101　ベースバンド処理モジュール
　102　オーディオコーデック
　110　データプロセッサ
　114a，114b　デジタルアナログコンバータ(DAC)
　116a，116b　アナログデジタルコンバータ(ADC)
　120　トランシーバ
　130　送信機
　132a，132b　低域通過フィルタ
　134a，134b　増幅器
　140　アップコンバータ
　142　フィルタ
　144　電力増幅器(PA)
　146　デュプレクサまたはスイッチ
　148　アンテナ
　150　受信機
　152　低雑音増幅器(LNA)
　154　フィルタ
　160　ダウンコンバータ
　162a，162b　増幅器
　164a，164b　低域通過フィルタ
　180　受信局部発振(RX LO)信号生成器
　182　受信位相同期ループ(RX PLL)
　190　送信局部発振(TX LO)信号生成器
　192　送信位相同期ループ(TX PLL)
　210　ヘッドセット
　215　左(L)ヘッドフォン
　220　右(R)ヘッドフォン
　230　マイクロフォン
　240　メディアデバイス
　245　導電ワイヤ
　250　プラグ
　260　ジャック
　260.1，260.2，260.3，260.4　物理端子
　300a　欧州タイプのプラグ配置
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　300b　北米タイプのプラグ配置
　400　電気システム
　410R，410L　増幅器
　600　電気システム
　702，704，706，708　フェライトビーズ
　712，714，716，718　フィルタリングキャパシタ
　790　FMアンテナ/受信機モジュール
　791　FM処理回路
　792　キャパシタ(Csmall)
　794　キャパシタ(Csmall)
　796　インダクタ(Ltune)
　798　キャパシタ(Cmatch)
　799　インダクタ(Lmatch)
　801　基板トレース経路指定
　802，804　フェライトビーズ
　812，814　フィルタリングキャパシタ
　822，824，826，828　ピン
　8200　右チャンネル増幅器
　8300　左チャンネル増幅器
　901　基板トレース経路指定
　910　集積回路
　910.1，910.2，910.3，910.4，910.5，910.6　ピン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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